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(54) Title: SMART CARD CMP COATED WITH A LAYER OF INSULATING MATERIAL, AND SMART CARD COMPRISING 
SAME 

(54) Titre: PUCE POUR CARTE ELECTRONIQUE REVETUE DUNE COUCHE DE MATIERE ISOLANTE ET CARTE ELECTRON- 
IQUE COMPORTANT UNE TELLE PUCE 

(57) Abstract 

A smart card chip including a semiconductor 
chip (4) with an operative ${de provided with contact 
pads (5) and projections (6) of varying heights. The 
operative side of the chip (4) is at least partially 
coated with a layer of insulating material (7) that is 
at least as thick as the height of the tallest projection 
(6). said layer being shaped in such a way that the 
contact pads (5) are freely accessible, and having an 
outer surface parallel to the periphery (12) of the 
operative side of the chip (4). Said layer (7) enables 
the chip to be mounted in a can! body while remaining 
perfectly parallel thereto, this being necessary to enable 
conductive pattern screen printing at a later stage. 

(57) Abrege* 

La puce pour carta Clcctronlque selon V invention comprend une mlcroplaquette de semi-conductcur (4) ayant una face active pourvue 
de plots de contact (5) et sur laquelle sont formees dea aspentfs (6) de differtntes hauteurs.. Elle se carac tense en ce que la face active 
dc la microplaquetie (4) est rev&tue au raoins partlellement d'une cauche de matiere isolante (7) ayant unc epaisseur supeneure ou 6 gale a 
la hauteur de rasp6ritc* (6) la plus haute, cette coucbe c*tant conforra6e pour autoriser un libic acces aux plots de contact (5) et ayant une 
face exteme parallele a la pfiripherte (12) de la face active de la microplaqucttc. Grace a la couche (7), lo puce peut etrt implanted dans 
un corps de carte en rcstant parfaitement parallele a ce dernier, ce qui est essentiel pour la realisation ulterieure des pistes eonductriccs par 
serigrephje. 
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"Pugg pour arte .electronics rcYctug d'unc-couchc matters isolame et carte 
^legtroniquccojiipgrtanmne telle puce" 

La prdscnte invention conccrnc une puce pour carrc clectroniquc, comprcnant unc 
microplaquette de semi-conducteur ay ant une face active pourvue de plots dc contact 
5 ct sur laquelle sont formdes* des asp£ritcs de diffcrentes hauteurs. 

II est actuellement trcs difficile d'implamer convcnablcrnent une puce dans un 
corps de carte electronique en matiere plastique a I'aide d'un poingon. 

En effet, en raison des differences de hauteur entre Ics aspdrites formccs sur la 
• face active de la microplaquette, la puce ne reste pas paraJIcle au corps de carte pendant 
10 que le poingon Tenfonce dans cc dernier. Ainsi, la matiere plastique qu'clle refoulc 

pendant son enfoncement a tendance a se repandre sur les parties its plus basses de la 
face active dc la jmcroplaqucttc ct a cmpecher, au niveau de ces panics, I'etablissement 
ulterieur d'une liaison parfaitc entre les plots de contact et les pistes conductrices 
deposees habituellement sur le corps de carte. 
15 La prdsente invention sc propose d'apponer une solution a ce probleme et, pour 

ce fairc, die a pdur objet une puce pour carte 61cctronique 1 ay ant la structure rnentionnle 
d-dessus et qui se caiactdrise cn ce que la face active de la microplaquette est revetue 
au moins partiellement d'une couche de matiere isolante ayant une cpaisseur supdricure 
0u egale a la hauteur de I'aspcritc ]a plus haute, cette couche fitant conforraee pour 
20 autoriser un libre acces aux plots de contact et ayant unc face exteme paratlelc a la 

p£riph£rie de la face active de Ja microplaquette. 

La puce conforms & l'invention, lorsqu'eile est iroplantfie a I'aide d'un poin$on, 
reste parallcle au corps de carte puisquc la face exteme de la matiere isolante est 
parallele a la peripheric de la face active ou supcrieure de la microplaquette. 
25 Les risques pour que la mati&re plastique refoulee vjenne s'epandre 

intempestivement sur certaincs parties de la face active dc la microplaquette sont de ce 
fait elimines, ce qui permet I'etablissement d'une liaison parfaite entre les plots de 
contact et les pistes conductrices qui sont habituellement ddposces Sur le corps de carte. 
La couche de matiere isolante pcut se presenter sous la forme d'un cadre 
30 componant des orifices dans ses parties situces h I'aplomb des plots de contact. 

En variante, elle pourrait cgalcmcnt sc presenter sous ]a forme d'un cadre entourant 
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Ics plots de contact, cc qui evitcrait la formation dcs orifices mentionncs ci-dessus. 

Scion un mode dc realisation particulier de I'invention, la surface periphfrique 
externc du cadre est divjsde en deux parties reliees I'unc a I'autre par un palier, ia panic 
adjaccntc a la microplaquette ayant un pourtour plus grand que celui de 1'autrc panic. 
5 La matiere plastique qui a etc refoulee pendant 1'implantation et qui s'etend sur le 

palier s'opposc par consfiquent a cc que la puce se s6parc accidcntellement du corps dc 
carte lorsque celui-ci est soumis a des flexions re pieces. 

Selon un autre mode de realisation de I'invention, le cadre peut etre situf h 
I'jntdrieur de la pfiriphfirie de la face active de la microplaquette. 
10 La matiere plastique qui a ete refoulee pendant ['implantation s'ctend dans ce cas 

sur la partie de la face active de la microplaquette qui est a I'exterieur du cadre et 
s'oppose ici encore, a ce que la puce se sfiparc accidcntellement du corps de carte lorsque . 
celui-ci est soumis a des flexions rdpitdes. 

Avantageuscment, la matiere isolante est un polyimidc, cecte r£sine ayant la 
15 propriete de former une couche tres lisse et tris plate aprfcs polymerisation. 

Bicn entendu, la presence invention cone erne dgalement les canes dlectroniqucs 
dont la puce possede les caracteristiques exposes ci-dessus. 

Trois modes d'exdeution de la prescntc invention seront decrits ci-apres £ titre 
. d'exemples nullement limitatifs en reference au dessin annexfi dans lequel : 
20 - la figure 1 est une vue en perspective scheraatique d'une cane electronique 

comportant une puce conforme a ttnvention ; 

- la figure 2 est une vue en perspective a £chelle agrandie de la puce dc la cane 
visible sur la figure 1 ; 

- la figure 3 est une vue en coupe schfimatiquc et a echelle agrandie selon la 
25 ligne III-III de la figure 1 ; 

- la figure 4 est une vue analogue a la figure 3, mais montrant une autre puce ; 

et 

- la figure 5 est une vue analogue a la figure 3, mais montrant encore une autre 

puce, 

30 - La cane dlcctronique que Ton peut voir sur la figure 1 comprend un corps plat 1 

en matiere plastique, comportant deux grandes faces opposecs rcctangulaires, une puce 2 
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implantee dans Tune dcs grandcs faces du corps 1, ec dcs plages conductrices 3 sc' 
prolongeant sur la grandc face du corps 1 dans laqucllc la puce 2 est implantee, les 
plaques conductrices 3 ctant destinees arelier la puce 2 a un lecteur exterieur non 
represents afin de permeltre I'erablissement d'un dchange de donndes entre eux. 

La puce 2, qui est representee & ichellc agrandje sur la figure 2, coroprend d'une 
tnariere connuc en soi, unc microplaquette de seroi-conducteur 4 dont la face active est 
pourvue de plots de contact 5 rcpartis cn deux rangees paralleled et d'asperitcs 6 
essentieliemcnt formccs par des circuits semi-conductcurs. 

Les aspdritds 6 ont des hauteurs differences ec si la puce etait implantee & Taide 
d'un poin?on, elle ne restcrait pas parallele a la grande face du corps de carte 1 destinde 
h la recevqir. La maticre plastique constituant le corps 1, qui serait rcfoulde sous la 
pression de la puce, viendrait cn effet recouvrir les plots de contact 5 les plus bas et 'i 
empecherait la realisation d'une liaison dlcctriquc satisfaisante entre ces plots de contact 
et les pistes conductrices correspondantes 3. 

Afin de remddier h cet inconvenient, une partie de la face active de la 
microplaquette 4 est revetue d'une couche de maticre isolante 7 dont 1'epaisseur est au 
mo ins egale a la hauteur de I'asperite 6 la plus haute. 

Dans Tcxemplc rcprdsentd sur le dessin, la face active de la microplaquette 4 est 
canrde mais rien nc s'oppose h ce qu'elle soit rectangulaire ou qu'elle ait une toute autre 
forme. 

Par ailleurs, la couche 7 sc prdsente sous la forme d'uri cadre dont. la surface 
pdriphfirique externe 8 est dans le prolongcmcnt de la surface periphdrique 9 de la 
raicroplaquette 4. Ce cadre, dont I'cvidement central 10 laisse apparaitre certaincs 
asperites 6, est pourvu d'orif ices' 11 au niveau des plots de contact 5. 

On notera ici que la realisation dcs orifices 11 pourrait etre evjtee si le cadre dtait 
realise de telle sorte que sa partie centrale evidee contienne des plots de contact. 

La face externe (ou supdricure) de la couche 7 ( qui est parfaitcment plane, est 
parall&le a la peripheric 12 de la face active de la microplaquette 4. Or, comme la 
peripheric 12 est parallele a la face inferieure 13 de la microplaquette, la face externe 
de la- couche 7 esc done cgalement parallele a la face inferieure 13. 

Ainsi, lorsqu'on utilise un poin?on pour implanter la puce 2, celle-ci rcste parallele 
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a la face superieure du corps de carte 1 jusqu'a ce que Ja face externe de la couche 7 
vienne dans lc plan dc ladite face superieure du corps dc carte. Aprcs rimplantation de 
la puce, les faces externe et superieure dc la couche 7 et du corps de carte 1 sont done 
parfaitement coplanaires, ce qui permct de realise: les pistes conducrrtces 3 dans les 
meilleures conditions, par scrigraphie ou route autre technique depression. 

La puce que Ton peut voir sur la figure 4 diff&re de celle qui vient d'etre decrite 
uniquement par le fait que la surface pcriphdrique externe 8* du cadre delimit^ par la 
couche de matiere isolante est situdc a I'intdrieur de la periphdrie 12 de la face active 
de la microplaquette 4. 

Lois de rimplantation de la puce 2, la matiere plastique que celle-ci refoule pour 
pendtrer dans le corps de carte 1 vient recouvrir la parrie dc la microplaquette 4 qui est 
situde a I'cxtdrieur du cadre, commc represent^. 

La puce ne peut par' consequent se separer du corps de carte Jorsquc eclui-ci est 
soumis a des flexions rcpctccs, ce qui peut augmenter de fa$on notable la duree 
d'utilisation de la carte electronique. 

La puce visible sur la figure 5 diffcrc des puces decrites precedemment cn ce que 
la surface pdriphdrique externe 8 du cadre est divjsee cn deux parties 8a et 8b relides 
Tune a 1 'autre par un palier 14, la partie 8a qui est adjacente h la microplaquette 4 
s'etendant dans le prolongemcnt dc la surface pdriphdrique 9 dc cette deniicrc. 

La matifcre plastique qui a ete refoulec lois de rimplantation de la puce 2 s'ctend 
sur la palier 14, comme reprdscntc. Ellc s'opposc done a unc eventuelle extraction de la 
puce hors du corps dc carte lorsque celui-ci est soumis a des flexions rcpetdes. 

Bien entendu, la surface pcriphcriqoe externe 8 du cadre pourrait ctrc situdc a 
Tinterieur de la pdriphdric 12 dc la surface active de la microplaquette 4, comme 
rcprdsentd sur la figure 4, et presenter un p3licr 14, commc rcprdsentd sur la figure 5. 

Dans les exempjes de realisation decrits ci-dessus, la matiere isolante utilisde pour 
former les couches 7 est une matiere plastique, notamment un polyimide. Cette mature, 
plastique a cn fait dtd choisie pour son aptitude a conferer aux couches 7, a 1'etat 
polymcrisd, unc face libre extrcmcment lisse et plate. . 

•Pour etre cornplct, on preciscra que les microplaqucttes 4 proviennent d'une 
tranche de silicium telle que celle que Ton utilise habituellemcnt pour la fabrication des 



23. JAN. 2002 10553. . EPPING HERMANN FISCHER ^ NR. 646 S. 13 



WO 96/42109 PCT/FR9 6/0 5030 



5 

puces, et que la mati&fc isolantc constituam les couches 7 est de preference deposee par 
photolithographic sur la tranche de silicium, aprSs la realisation des circuits integres 
mais avant I'opdration dc sciagc qui permct dc scparer les diffcrentcs puces. 

Lorsque la surface periphdrique externe 8 du cadre des diffdrcntes puces possede 
5 un palier 14, eclui-ci peut £tre realise par usinage avant ou apres I'operation de sciage. 

Enfin, on prcciscra que la couche de maticre isolame 7 protege les puces contre 
les chocs thenmiqucs que le poin$on pourrait provoquer s'il 6tait chauffam, ct qii'elle les 
isole flcctriquement vis-i-vis des pistes conductrices 3 deposes uUericurement par 
serigraphie. 
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RgvPNPICATlONg 
1. Puce pour carte §lectronique, comprenant une 
microplaquette de semi- conduct eur (4) ayarit une face active 
pourvue de plots de contact (5) et sur laquelle eont v 
5 formeeB des asperitSs (6) de differentes hauteurs, caractS- 
risee en ce que la face active de la microplaquette (4) est 
revetue au moins partiellement d'une couche de matiere 
isolante (7) ayant une fepaisseur superieure ou egale h la 
hauteur de 1'aspSritS (6) la plus haute, cette couche etant 
'.10 conformge pour autoriser un libre accSs aux plots de 
contact (5.) et ayant une face externe parallSle & une face 
(13) opposSe a la face active. 

2, Puce selon la revendication 1, caract6ris§e en 
ce que la. couche de inatiSre ieolante (7) se prgsente sous 

15 la forme d'un cadre comportant des orifices (11) dans ses 
parties situSes a 1 # aplomb des plots de contact (5). 

3. Puce selon la revendication 1, caract§ris§e en 
ce que la couche de roati&re isolante . (7) se preeente sous 
la forme d'un cadre entourant les plots de contact (5) . 

20 4. Puce selon la revendication 2 ou 3, caractSri- 

s§e en ce que la surface p§ripherique externe (8) du cadre 
est divisSe en deux parties (8a ( 8b) reli£e6 1'une a 
l'autre par un palier (14), la partie (8a) adjacente a la 
microplaquette (4) ayant -un pourtour plus grand que celui 
25 de l'autre partie (8bK ' 

5. Puce selon l'une quelconque des revendications 
2 3 4, caractSris§e en ce que le cadre est situ§ 3 l'int§- 
rieur de la pgripherie (12) de la face active de la 
• microplaquette (4) . 
30 6. Puce selon l'une quelconque des revendications 

15 5, caracteris§e en ce que la mati§re isolante est un 
- polyimide. 

7. Carte electronique comportant une puce selon * 
l'une quelconque des revendications pr£c§dentes. 
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